
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記成分（Ａ）および（ Xa）を含み、ポリブロックイソシアネートの量が、ポリオール
の総水酸基当量数に対し、０．８～３．５倍当量数となるフレキシブル回路オーバーコー
ト用樹脂組成物。
（Ａ）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有
する水添ポリブタジエンポリオール、
（ Xa）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロックイ
ソシアネート基を有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート。
【請求項２】
　下記（Ａ）、（ Xa）および（Ｂ）の３成分を含み、このうち２種のポリオールの重量比
が固形分において（Ａ）：（Ｂ）＝４０：６０～９０：１０の範囲とし、ポリブロックイ
ソシアネートの量が、ポリオールの総水酸基当量数に対し、０．８～３．５倍当量数とな
るフレキシブル回路オーバーコート用樹脂組成物。
（Ａ）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有
する水添ポリブタジエンポリオール、
（ Xa）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロックイ
ソシアネート基を有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート、
（Ｂ）数平均分子量が１３，０００～３０，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基
を有する水添ポリブタジエンポリオール。
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【請求項３】
　下記（Ｃ）、（ Xa）および（Ｂ）の３成分を含み、このうち２種のポリオールの重量比
が固形分において（Ｃ）：（Ｂ）＝２０：８０～５０：５０の範囲とし、ポリブロックイ
ソシアネートの量が、ポリオールの総水酸基当量数に対し、０．８～３．５倍当量数とな
るフレキシブル回路オーバーコート用樹脂組成物。
（Ｃ）数平均分子量が２００～６００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有するポリ
オール、
（ Xa）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロックイ
ソシアネート基を有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート、
（Ｂ）数平均分子量が１３，０００～３０，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基
を有する水添ポリブタジエンポリオール。
【請求項４】
　請求項１～ のいずれかに記載の樹脂組成物に、ゴム状微粒子または／及びポリアミド
微粒子を添加してなるフレキシブル回路オーバーコート用樹脂組成物。
【請求項５】
　配線パターン面側に請求項１～ のいずれかに示す樹脂組成物を主成分とするオーバー
コート剤を塗布したことを特徴とするフィルムキャリア。
【請求項６】
　請求項 に記載のフィルムキャリアを用いたフィルムキャリアデバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、柔軟性及び硬化時の低収縮性の点で優れ、特に高温に長時間放置した場合でも
塗膜の硬質化、反り量の増加などの変質が起こりにくいフレキシブル回路オーバーコート
用樹脂組成物、さらにはその組成物を主成分とするオーバーコート剤を塗布したフィルム
キャリア及びそのフィルムキャリアを用いたキャリアデバイスに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、フレキシブル配線回路基板の表面保護膜は、カバーレイフィルムと呼ばれるポリイ
ミドフィルムをパターンに合わせた金型をつくり打ち抜いたのち、接着剤を用いて張り付
ける方法や、可とう性を持たせた紫外線硬化型樹脂、または熱硬化型樹脂を主成分とする
オーバーコート剤をスクリーン印刷法により塗布し硬化させる方法により形成してきた。
しかし、カバーレイフィルム法は作業性の点で好ましくなく、オーバーコート剤を用いた
方法では硬化時の反りや、柔軟性という点で未だ不十分であり、要求性能を十分に満足す
るようなフレキシブル配線回路基板の表面保護膜形成方法は見出されていない。
【０００３】
一方、近年、液晶駆動用ＩＣのパッケージとし高密度化や薄型化に適したフィルムキャリ
アを用いたＴＡＢ方式がますます用いられるようになってきている。フィルムキャリアの
基本構成は主に、ポリイミドなどの耐熱性絶縁フィルム基材と、エポキシ系樹脂を主成分
とする接着剤を介して接着された銅箔などの導体から成り立っており、この銅箔をエッチ
ングして配線パターンを形成している。また、フィルムキャリアデバイスは、このテープ
キャリアにＩＣを接続し、封止樹脂で封止して製造されるのであるが、ＩＣ接続前に工程
中のパターンショートや腐食、マイグレーション、ホイスカーの発生などによる信頼性の
低下を防ぐために、このフィルムキャリアにもオーバーコート剤により表面保護膜を形成
することが一般的である。フィルムキャリアに用いられるオーバーコート剤としては、エ
ポキシ系のものやポリイミド系のものが使用されているが、前者は硬化時の反りや塗膜の
柔軟性、後者はＩＣ封止樹脂との密着性や作業特性などの点で満足するものがなく、複数
のオーバーコート剤を併用して補いあっているのが現状である（特開平６－２８３５７５
号公報）。
【０００４】
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一方、本発明者らは、上記問題点を解決するため鋭意検討した結果、特願平９－２１９６
１０号公報、および特願平９－２１９６１１号公報において、数平均分子量が１，０００
～８，０００で１分子当たり２～１０個の水酸基を持つポリオール、または、数平均分子
量が２００～６００で１分子当たり２～１０個の水酸基を持つポリオールと、数平均分子
量が１３，０００～３０，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を持つポリオール
と、ポリブロックイソシアネートを所定の比で混合することにより、柔軟性、硬化時の低
収縮性、密着性、電気絶縁性、耐薬品性、耐熱性などの諸特性を十分に満足できる性能を
有する樹脂組成物が得られることを見いだしており、中でもポリブタジエン骨格を有する
ポリオールあるいはポリブロックイソシアネートを用いることが柔軟性や硬化時の低収縮
性の点でより有効であることを見出している。
【０００５】
しかし、ポリブタジエン骨格を有する樹脂を用いる場合、酸化を受けやすいため、例えば
高温環境下に長時間放置されると塗膜の硬質化、反り量の増加などの変質が起こりやすい
。特にフレキシブル基板などのプリント回路基板などは製造工程において数回あるいは長
時間、１５０℃以上の環境を経由することとなるため、そのオーバーコート剤として使用
する場合、塗膜の硬質化や反り量の増加などのトラブル発生が懸念される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、高温に長時間放置した場合でも塗膜の硬質化、反り量の増加などの変質が起こ
りにくいオーバーコート剤を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために検討した結果、ポリブタジエン骨格中の２重結合部に水素添加
した樹脂を使用することにより塗膜の硬質化や反り量の増加などのトラブル発生を防止す
ることをみいだし、このような知見に基づいて本発明を完成した。
【０００８】
　　すなわち、本発明は、 （Ａ）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分
子当たり２～１０個の水酸基を有する水添ポリブタジエンポリオール、および（ Xa）数平
均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロックイソシアネー
ト基を有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネートを含み、ポリブロックイソ
シアネートの量が、ポリオールの総水酸基当量数に対し、０．８～３．５倍当量数となる
フレキシブル回路オーバーコート用樹脂組成物、 （Ａ）数平均分子量が１，０００
～８，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有する水添ポリブタジエンポリオー
ル、（ Xa）数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロッ
クイソシアネート基を有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート、および（
Ｂ）数平均分子量が１３，０００～３０，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を
有する水添ポリブタジエンポリオールを含み、このうち２種のポリオールの重量比が固形
分において（Ａ）：（Ｂ）＝４０：６０～９０：１０の範囲とし、ポリブロックイソシア
ネートの量が、ポリオールの総水酸基当量数に対し、０．８～３．５倍当量数となるフレ
キシブル回路オーバーコート用樹脂組成物、あるいは、 （Ｃ）数平均分子量が２０
０～６００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有するポリオール、（ Xa）数平均分子
量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロックイソシアネート基を
有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート、および（Ｂ）数平均分子量が１
３，０００～３０，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有する水添ポリブタジ
エンポリオールを含み、このうち２種のポリオールの重量比が固形分において（Ｃ）：（
Ｂ）＝２０：８０～５０：５０の範囲とし、ポリブロックイソシアネートの量が、ポリオ
ールの総水酸基当量数に対し、０．８～３．５倍当量数となるフレキシブル回路オーバー
コート用樹脂組成物
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、ならびに、これらのいずれかの樹脂組成物に、ゴム状微粒子または
／及びポリアミド微粒子を添加してなるフレキシブル回路オーバーコート用樹脂組成物、
配線パターン面側に以上のいずれかに示す樹脂組成物を主成分とするオーバーコート剤を



に関する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有する水
添ポリブタジエンポリオール（Ａ）は、耐熱性や耐薬品性などのような高い架橋密度で得
られる特性と、可とう性、低収縮性などのような低い架橋密度で得られる特性の両方をバ
ランス良く付与させるのに重要である。分子量がこの範囲よりも小さくなる場合や、１分
子当たりの水酸基の数がこの範囲よりも大きくなる場合は、硬化時の架橋密度が高くなる
ため、より固い硬化物となり、硬化塗膜の柔軟性や硬化時の低収縮性に関して十分な物性
は得られない。一方、分子量がこの範囲よりも大きくなる場合や、１分子当たりの水酸基
の数がこの範囲よりも小さくなる場合は、硬化時の架橋密度が低くなるため、より柔軟な
硬化物となる反面、硬化塗膜の耐熱性や耐薬品性が著しく低下する。
【００１０】
数平均分子量が１，０００～８，０００で、１分子当たり２～１０個のブロックイソシア
ネート基を有する水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート（ Xa）も同様に、耐熱
性や耐薬品性などのような高い架橋密度で得られる特性と、可とう性、低収縮性などのよ
うな低い架橋密度で得られる特性の両方をバランス良く付与させるのに重要である。分子
量がこの範囲よりも小さくなる場合や、１分子当たりの水酸基の数がこの範囲よりも大き
くなる場合は、硬化時の架橋密度が高くなるため、より固い硬化物となり、硬化塗膜の柔
軟性や硬化時の低収縮性に関して十分な物性は得られない。一方、分子量がこの範囲より
も大きくなる場合や、１分子当たりのブロックイソシアネート基の数がこの範囲よりも小
さくなる場合は、硬化時の架橋密度が低くなるため、より柔軟な硬化物となる反面、硬化
塗膜の耐熱性や耐薬品性が著しく低下する。
【００１１】
数平均分子量が１３，０００～３０，０００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有す
る水添ポリブタジエンポリオール（Ｂ）は、より架橋密度を低下させ、可とう性向上や硬
化時の低収縮性などの特性を大きくするのに重要である。
【００１２】
数平均分子量が２００～６００で、１分子当たり２～１０個の水酸基を有するポリオール
（Ｃ）は架橋密度を高め、耐熱性や耐薬品性を向上させる役割を果たす。
【００１３】
ポリオール（Ａ）とブロックイソシアネート（ Xa）を硬化させる場合、耐薬品性および耐
熱性と、可とう性および硬化時の低収縮性とのバランスが比較的良好であるが、より塗膜
の可とう性や硬化時の反りを小さくするためには、ポリオール（Ｂ）を添加し、架橋密度
を低下させる。この場合、特性全体のバランスより、２種のポリオールの重量比が固形分
において（Ａ）：（Ｂ）＝４０：６０～９０：１０の範囲とすることが必要で、この比よ
りもポリオール（Ｂ）の割合が多くなると、架橋密度が下がりすぎるため塗膜の耐熱性、
耐薬品性などの特性が著しく低下する。
【００１４】
一方、ポリオール（Ｃ）をブロックイソシアネート（ Xa）で硬化させる場合、塗膜の可と
う性や硬化時の反りについて不十分であり、ポリオール（Ｂ）との組み合わせが必要にな
る。この場合、特性全体のバランスより、２種のポリオールの重量比が固形分において（
Ｃ）：（Ｂ）＝２０：８０～５０：５０の範囲で混合して用いるのが好ましく、この範囲
よりもポリオール（Ｃ）が少ない場合は、架橋密度が下がりすぎるため、塗膜の耐熱性、
耐薬品性などの特性が著しく低下し、ポリオール（Ｃ）が多い場合は、架橋密度が上がり
すぎるため、塗膜の柔軟性や硬化時の低収縮性が低下する。
【００１５】
ポリオール（Ａ）、（Ｂ）及びポリブロックイソシアネート（ Xa）について、ブタジエン
骨格中の２重結合を水添しているのは、高温において２重結合の反応により塗膜の硬質化
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、反り量の増加などが起こるのを防ぐためである。
【００１６】
水添ポリブタジエンポリオール（Ａ）としては、数平均分子量が１，０００～８，０００
で、水酸基の数が１分子当たり２～１０個持ち、ブタジエン骨格中の２重結合を水素付加
させたものであればどのようなものでも良く、例えば、「ＧＩ－１０００」、「ＧＩ－３
０００」（いずれも日本曹達（株）社製）などの既存製品、あるいは、「Ｇ１０００」、
「ＧＱ１０００」（いずれも日本曹達（株）社製）、「Ｒ－４５ＥＰＩ」（出光石油化学
（株）社製）などのポリブタジエンポリオールを水添したものなどが含まれる。
【００１７】
水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート（ Xa）としては、数平均分子量が１，０
００～８，０００で、ブロックイソシアネート基の数が１分子当たり２～１０個持ち、ブ
タジエン骨格中の２重結合を水素付加させたものであればどのようなものでも良く、例え
ば、「ＴＰ１００２」（日本曹達（株）社製）や「ＨＴＰ－９」（出光石油化学（株）社
製）などのポリブタジエンポリイソシアネートをブロック剤でブロックし更に水添したも
の、あるいは「ＧＩ－１０００」、「ＧＩ－３０００」（いずれも日本曹達（株）社製）
などの水酸基末端水添ポリブタジエンに水酸基当量数に対し２倍当量数のジイソシアネー
トを反応させて末端イソシアネートとし、更にブロック剤でブロックしたものなどが含ま
れる。ブロック剤としては、イソシアネート基と反応しうる活性水素を１分子中に１個だ
け有する化合物で、イソシアネート基と反応した後も１７０℃以下の温度で再び解離する
ものが好ましく、ε－カプロラクタム、マロン酸ジエチル、アセト酢酸エチル、アセトオ
キシム、メチルエチルケトオキシム、フェノール、クレゾールなどが挙げることができる
。
【００１８】
水添ポリブタジエンポリオール（Ｂ）としては、数平均分子量が１３，０００～３０，０
００で水酸基の数が１分子当たり２～１０個持ち、ブタジエン骨格中の２重結合を水素付
加させたものであればどのようなものでも良く、例えば、「ＧＩ－１０００」、「ＧＩ－
３０００」（いずれも日本曹達（株）社製）などのような分子量が１，０００から３，０
００程度の水添ポリブタジエンポリオールを、ジイソシアネートと反応させて分子量が１
３，０００から３０，０００程度になるよう高分子量化したもの、あるいは、「Ｇ１００
０」（日本曹達（株）社製）、「Ｒ－４５ＥＰＩ」（出光石油化学（株）社製）などのポ
リブタジエンポリオールをジイソシアネートと反応させて分子量が１３，０００から３０
，０００程度になるよう高分子量化したのち、水添したものなどが含まれる。
【００１９】
ポリオール（Ｃ）としては数平均分子量が２００～６００で、水酸基の数が１分子当たり
２～１０個持つものであるならば、樹脂の構造はどのようなものでも良く、例えば、ＥＯ
変成ペンタエリスリトール「ＰＥ５５５」（東邦化学（株）社製）、ＥＯ変成トリメチロ
ールプロパン「ＴＰ８８０」（東邦化学（株）社製）、ポリカプロラクトントリオール「
プラクセル３０３」、「同３０５」（いずれもダイセル化学工業（株）社製）、などを挙
げることができる。
【００２０】
また、本発明は、以上の必須要素の他に必要に応じて、ポリオールとイソシアネートの硬
化促進剤や、充填剤、添加剤、チキソ剤、溶剤等を添加しても差し支えない。特に、耐折
り曲げ性をより向上させるためにはゴム微粒子を添加することが好ましく、また、下地の
銅回路や、ポリイミド、ポリエステルフィルムなどのベース基材、接着剤層との密着性を
より向上させるためにはポリアミド微粒子を添加することが好ましい。
【００２１】
ゴム微粒子としては、アクリロニトリルブタジエンゴム、ブタジエンゴム、アクリルゴム
などのゴム弾性を示す樹脂に化学的架橋処理を行施し、有機溶剤に不溶かつ不融とした樹
脂の微粒子体であるものならばどのようなものでも良く、例えば、「ＸＥＲ－９１」（日
本合成ゴム（株）社製）、「スタフィロイドＡＣ３３５５」、「ＡＣ３８３２」、「ＩＭ
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１０１」（以上、武田薬品工業（株）社製）、「パラロイドＥＸＬ２６５５」、「同ＥＸ
Ｌ２６０２」（以上、呉羽化学工業（株）社製）などが挙げられる。
【００２２】
ポリアミド微粒子としては、ナイロンのような脂肪族ポリアミドやケブラーのような芳香
族ポリアミド、さらには、ポリアミドイミドなど、アミド結合を有する樹脂の５０ミクロ
ン以下の微粒子であればどのようなものでも良く、例えば、「 VESTOSINT　 2070」（ダイ
セルヒュルス（株）社製）や、「ＳＰ５００」（東レ（株）社製）なども挙げることがで
きる。
【００２３】
【実施例】
以下、本発明に用いられるポリオールとブロックイソシアネートの製造例及び、本発明の
実施例を比較例とともに以下に挙げ、本発明をより具体的に説明する。
【００２４】
＜樹脂Ｅの製造＞
反応容器にエチルジグリコールアセテート（ダイセル化学工業（株）社製）１６５ｇ、ト
リメチロールプロパン（ＯＨ当量＝４４．７２ｇ／ｅｑ．）３３ｇ、及びトルエン－２，
４－ジイソシアネート（ＮＣＯ当量＝８７．０８ｇ／ｅｑ．）１３２ｇを仕込み、徐々に
８０℃まで昇温し以後２時間その温度で反応を続けた。２時間後のイソシアネート基含量
は１０％（ＮＣＯ当量＝４２０ｇ／ｅｑ．）であった。続いてこれに、エチルジグリコー
ルアセテート７９．８ｇ、「ＧＩ－１０００」（ＯＨ末端水添ポリブタジエン、Ｍｎ＝約
１，５００、ＯＨ当量＝８０１ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝１００ｗ％：日本曹達（株）
社製）１３９ｇを８０℃に保持しつつ１時間かけて滴下し、以後８０℃で４時間付加反応
を行った。この生成物のイソシアネート基含量は４．７％（ＮＣＯ当量＝８９４ｇ／ｅｑ
．）であった。更に８０℃に保持しながら、メチルエチルケトオキシム（分子量８７．１
２）６３．２ｇを２時間かけて滴下し、更に１時間反応を続けた。ＦＴ－ＩＲ（フーリェ
変換赤外分光法）より２，２５０ｃｍ－ １ のＮＣＯピークの消失が確認されたところで降
温し、樹脂Ｅを得た。樹脂Ｅの性状：Ｍｎ＝約１，６００、ブロックＮＣＯ当量（溶剤含
）＝１，０１３ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝６０ｗ％。
【００２５】
＜樹脂Ｆの製造＞
反応容器に「ＧＩ－１０００」（ＯＨ末端水添ポリブタジエン、Ｍｎ＝約１，５００、Ｏ
Ｈ当量＝８０１ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝１００ｗ％：日本曹達（株）社製）１，００
０ｇ、イプゾール１５０（出光石油化学（株）社製）５９１ｇおよびジブチル錫ジラウレ
ート０．１ｇを投入混合し均一に溶解させた。均一になったところで７０℃に昇温し、更
に撹拌しながら、トルエン－２，４－ジイソシアネート（ＮＣＯ当量＝８７．０８ｇ／ｅ
ｑ．）９７．８ｇを２時間かけて滴下し、更に１時間保持、ＦＴ－ＩＲより２，２５０ｃ
ｍ－ １ のＮＣＯピークの消失が確認されたところで降温し、樹脂Ｆを得た。樹脂Ｆの性状
：Ｍｎ＝約１７，０００、ＯＨ当量（溶剤含）＝１３，５２１ｇ／ｅｑ．、そして固形分
＝６５ｗ％。
【００２６】
＜樹脂Ｇの製造＞
反応容器に「ＴＰ１ＯＯ２」（ＮＣＯ末端ポリブタジエン、Ｍｎ＝約１，５００、ＯＨ当
量＝１，０５０ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝５０ｗ％：日本曹達（株）社製）１，０００
ｇおよびジブチル錫ジラウレート０．１ｇを仕込み８０℃に昇温した後、メチルエチルケ
トオキシム（分子量８７．１２）９９．６ｇを２時間かけて滴下し、更に１時間反応を続
けた。ＦＴ－ＩＲより２，２５０ｃｍ－ １ のＮＣＯピークの消失が確認されたところで降
温し、樹脂Ｇを得た。樹脂Ｇの性状：Ｍｎ＝約１，５００、ブロックＮＣＯ当量（溶剤含
）＝１，１５４．５ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝５４．５ｗ％。
【００２７】
＜樹脂Ｈの製造＞
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反応容器に「Ｇ－１０００」（ＯＨ末端ポリブタジエン、Ｍｎ＝約１，６００、ＯＨ当量
＝８００ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝１００ｗ％：日本曹達（株）社製）１，０００ｇ、
「イプゾール１５０」（出光石油化学（株）社製）５９１ｇおよびジブチル錫ラウレート
０．１ｇを投入混合し均一に溶解させた。均一になったところで７０℃に昇温し、更に撹
拌しながら、トルエン－２，４－ジイソシアネート（ＮＣＯ当量＝８７．０８ｇ／ｅｑ．
）９７．８ｇを２時間かけて滴下し、更に１時間保持、ＦＴ－ＩＲより２，２５０ｃｍ－

１ のＮＣＯピークの消失が確認されたところで降温し、樹脂Ｈを得た。樹脂Ｈの性状：Ｍ
ｎ＝約１７，０００、ＯＨ当量（溶剤含）＝１３，５２３ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝６
５ｗ％。
【００２８】
後記実施例及び比較例に用いた各成分を以下に示す。
＜水添ポリブタジエンポリオール（Ａ）＞
・「ＧＩ－１０００」（Ｍｎ＝約１，５００、ＯＨ当量＝８０１ｇ／ｅｑ．、そして固形
分＝１００ｗ％：日本曹達（株）社製）
＜水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート（ Xa）＞
・樹脂Ｅ（Ｍｎ＝約１，６００、ブロックＮＣＯ当量（溶剤含）＝１，０１３ｇ／ｅｑ．
、そして固形分＝６０ｗ％）
＜水添ポリブタジエンポリオール（Ｂ）＞
・樹脂Ｆ（Ｍｎ＝約１７，０００、ＯＨ当量（溶剤含）＝１３，５２１ｇ／ｅｑ．、そし
て固形分＝６５ｗ％）
＜ポリオール（Ｃ）＞
・「ＰＥ５５５」（ＥＯ変成ペンタエリスリトール、Ｍｎ＝約５５０、ＯＨ当量＝１３８
ｇ／ｅｑ．、そして固形分＝１００ｗ％：東邦化学（株）社製）
＜ポリオール（Ａ’）：（Ａ）相当の未水添ポリブタジエンポリオール＞
・「Ｇ－１０００」（Ｍｎ＝約１，６００、ＯＨ当量＝８００ｇ／ｅｑ．、そして固形分
＝１００ｗ％：日本曹達（株）社製）
＜ポリオール（ Xa’）：（ Xa）相当の未水添ポリブタジエンポリブロックイソシアネート
＞
・樹脂Ｇ（Ｍｎ＝約１，５００、ブロックＮＣＯ当量（溶剤含）＝１，１５４．５ｇ／ｅ
ｑ．、そして固形分＝５４．５ｗ％）
＜ポリオール（Ｂ’）：（Ｂ）相当の未水添ポリブタジエンポリオール＞
・樹脂Ｈ（Ｍｎ＝約１７，０００、ＯＨ当量（溶剤含）＝１３，５２３ｇ／ｅｑ．、そし
て固形分６５ｗ％）
＜ポリアミド微粒子＞
・「 VENTSINT　 2070」（ダイセルヒュルス（株）社製）
＜ゴム微粒子＞
・「 EXR-91」（日本合成ゴム（株）社製）
【００２９】
＜硬化性樹脂組成物の調製＞
実施例１～５
前記のポリオール（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）、並びに、ポリブロックイソシアネート（
Xa）、ゴム微粒子、およびポリアミド微粒子を適宜配合し、更にその他の成分として、硬
化促進剤としてジブチル錫ラウレート、ダレ防止剤として「アエロジル２００」（日本ア
エロジル（株）社製）、そして粘度調整溶剤としてカルビトールアセテートを配合ごとに
適量加えて混合し、３本ロールを用いて混練りして、試料Ａ１～５を調製した。各実施例
の組成物の内容及び結果を後記第１表に併せ記載した。
【００３０】
比較例１～７
ポリオール（Ａ’）、（Ｂ’）及び（Ｃ）、並びに、ポリブロックイソシアネート（ Xa’
）、ゴム微粒子およびポリアミド微粒子を適宜配合し、更にその他の成分として、硬化促
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進剤としてジブチル錫ラウレート、ダレ防止剤として「アエロジル２００」（日本アエロ
ジル（株）社製）、そして粘度調整溶剤としてカルビトールアセテートを配合ごとに適量
加えて混合し、３本ロールを用いて混練りして、実施例と同様に比較試料Ｂ１～５を調製
した。また、現行のフィルムキャリアに一般に用いられるオーバーコート剤の一例として
、「ＣＣＲ－２３２ＧＦ」（アサヒ化学研究所製、エポキシ系）を比較例Ｂ６に、そして
「ＦＳ－１００Ｌ」（宇部興産社製、ポリイミド系）を比較例Ｂ７に挙げた。各比較例の
組成物の内容及び結果を後記第２表に併せ記載した。
【００３１】
＜試験片の作製＞
前記により調製した試料Ａ１～５、及び比較試料Ｂ１～７について、任意の基材に硬化時
で約２５μｍ厚になるよう塗布し、１５０℃×６０分の条件で硬化を行い、試験サンプル
を作製した。
【００３２】
＜塗膜特性の測定＞
前記により作製した塗膜について、下記の特性を測定した。
【００３３】
▲１▼硬化収縮による反り量：３５ｍｍ×６０ｍｍ×７５μｍのポリイミドフィルム上に
２５ｍｍ×３５ｍｍ×２５μｍで塗布し、硬化後の反り量を測定。また、試験片をさらに
１５０℃で７時間熱処理したときの反り量を測定。
【００３４】
▲２▼耐折曲性：７５μｍのポリイミドフィルム上に塗布し硬化させた試験片を、１８０
度に折り曲げ、爪でしごいたときのクラックの有無や白化などを観察。
→×：クラック発生、△：白化、そして○：異常なし。
【００３５】
▲３▼半田耐熱性：塗膜にフラックスＪＳ－６４ＭＳ－Ｓを塗布し、それを２６０℃のハ
ンダ浴に１０秒間浸漬。
→　○：異常なし、そして×：膨れ発生。
【００３６】
▲４▼電気絶縁性：導体幅０．３１８ｍｍのくし型電極に塗布し、煮沸１時間後の電気抵
抗を測定。
【００３７】
▲５▼耐薬品性：イソプロパノールをしみ込ませたウエスで、塗膜をラビング。
→○：異常なし、そして×：塗膜劣化。
【００３８】
▲６▼密着性（銅／ポリイミド）：ＪＩＳ　Ｄ０２０２に準じる。基材として、銅、ポリ
イミド上で行った。
→×：０／１００～５０／１００、△：５１／１００～９９／１００、そして
○：１００／１００。
【００３９】
▲７▼密着性（ＩＣ封止樹脂）：銅をエッチングして、接着剤層がむき出しになったＴＡ
Ｂテープに樹脂組成物を約２５μｍ厚に塗布し硬化させる。この塗膜上にＩＣ封止樹脂を
約２００μｍ厚に塗布し硬化させ試験片を作成。手で試験片を折り曲げ、封止樹脂の剥が
れ具合を観察する。
ＩＣ封止樹脂Ａ：「ＸＳ８１０３」（ナミックス（株）社製）
ＩＣ封止樹脂Ｂ：「ＸＳ８１０７」（ナミックス（株）社製）
→×：組成物塗膜／封止樹脂間界面剥離、
△：組成物塗膜及び封止樹脂の凝集破壊と界面剥離が共存し、
割合として凝集破壊＜界面剥離、
○：組成物塗膜及び封止樹脂の凝集破壊と界面剥離が共存し、
割合として凝集破壊＞界面剥離、
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◎：組成物塗膜と封止樹脂の各々で凝集破壊。
【００４０】
作成した途膜の上記項目について測定した途膜特性の試験結果を下記第１表及び下記第２
表に示した。これより、本発明の硬化性樹脂組成物の塗膜は、高温に長時間放置した後で
も、従来の組成物と比べ反り量の増加が特に小さく、柔軟性や、耐薬品性、耐熱性、電気
絶縁性、耐折り曲げ性、および密着性にも優れ、各特性が良くバランスしている。
【００４１】
【表１】
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【００４２】
【表２】
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【００４３】
【発明の効果】
本発明の樹脂組成物は従来の組成物と比べ、高温に長時間放置した後でも反り量の増加が
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特に小さく、かつ柔軟性、耐薬品性、耐熱性、および電気絶縁性に優れた熱硬化性の樹脂
組成物であり、フレキシブル回路のオーバーコート剤として適しており、また、フィルム
キャリアのオーバーコート剤としても十分に期待できる。
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